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Integrované obvody
Slozit&jsi délime podle poctu logickych €lenl (hradel) realizovanych na jedné kfemikové
zakladné
Klasifikace pocitacd
e Podle pouZitych zdkladnich stavebnich prvkd - generace poditacl
e Podle vykonu po¢itacl a jejich aplikaéniho nasazeni - kategorie poéitacl
Generace po¢itacl
e Déleni podle typu pouzitych soucastek
Generace poditacd
‘- Déleni podle typu pouZitych soudastek
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Stupné vyroby 10
e TTL (Transistor Transistor Logic)
o Rychl3a, ale draha technologie
o Zakladni stavebni prvek - tranzistor
o Celkové spotreba elektrické energie
o Velké zahrivani
¢ PMOS (Positive Metal Oxid Semiconductor)
o Unipolarni tranzistor s P kanalem
o ,fizeni napétim"
o Nizka celkova spotieba elektrické energie
o Pomalé
¢ NMOS (Negative Metal Oxid Semiconductor)
o Unipolarni tranzistor s N kanalem
o ,fizeno napétim"
o Nizka celkova spotieba elektrické energie
o Pouzivano do pocatku 80. Let minulého stoleti
o Levnéjsi a efektivnéjsi nez TTL
o Rychlejsi nez PMOS
e CMOS (Complementary Metal Oxid Semiconductor)
0 Spojuje v jedno PMOS a NMOS
o Mala spotreba
o Dnes pouzivana technologie
e BiCMOS (Bipolar Complementary Metal Oxid Semiconductor)
o Nova technologie
0 Spojuje vyhody bipolarni a CMOS technologie
o Napf. Fa.Intel
Pouzdra integrovanych obvodd
e SIP - Single In-Line Package
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e DIP (DIL) - Dual In-Line Package
¢ NizSi stupen integrace
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e SO-I - Small Outline I
¢ VVySSi stupen integrace
e SMT (SMD)

o ,Surface Mout Devices"
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¢ SO-G - Small Outline G
¢ \VySSi stupen integrace
e SMT (SMD)

o ,Surface mount Devices"
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e SO-J - Small OUtline J
¢ \VySSi stupen integrace
e SMT

e PQFP - Plastic Quad Flat Package
¢ VVysoky stupen integrace
e SMT
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e PLCC - Plastic Leadless Chip Carrier
o LCCC - Leadless Ceramic Chip Carrier
¢ VVysoky stupen integrace

e SMT
* Plastové nebo keramické pouzdro
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e BGA - Ball Gridd Array
¢ Vysoky stupén integrace
e SMT
e VVysoky pocet vyvodu




e PGA - Pi Grid Array
¢ VVysoky stuperi integrace
e Vysoky pocet vyvod
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e Dual-Cavity PGA (MCM) - Multi Chip Module
¢ VVysoky stupen integrace
e VVysoky pocet vyvodU

e Déleni podle vykonu a typu pouzitych soucastek
o Mikropocitace - osobni pocitace
# Nizka cena mikroprocesorl
% Siroké pouziti
o Minipocitade - server + Workstation
& Sdileny pomoci terminalG
& Komunikac¢ni uzel pocitacové sité
e Déleni podle vykonu a typu pouzitych soucastek
o Strediskové pocitace - Mainframe
& Vysoky vykon
& Védeckotechnické vypocty
& Velky pocet vstupné/vystupnich zarizeni
& Armada, meteorologie, atomova fyzika
0 Superpocitace
& Real time simulace, naroc¢né vypocty
Von Neumanntv model
% 1945 - John von Neumann
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& Operacni pamét - slouzi k uchovani zpracovavaného programu, zpracovavanych dat a
vysledk{ vypoctu
& ALU - Arithmetic-Logical Unit (aritmetickologicka jednotka) jednotka provadé&jici
veskeré aritmetické vypocty a logické operace. Obsahuje scitacky, nasobicky (pro
aritmetické vypocty) a komparatory (pro porovnavani)

+ Radic: fidici jednotka, ktera fidi ¢innost vech &asti pocitace. Toto zafizeni je
provadéno pomoci Fidicich signald, které jsou zasilany jednotlivym modullim. Reakce na
Fidici signdly, stavy jednotlivych modull jsou naopak zasilany zpét Fadi¢i pomoci
stavovych hlaseni.

% Vstupni zafizeni: zafizeni ur¢ena pro vstup programu a dat
« Vystupni zafizeni: zatizeni uréend pro vystup vysledkd, které program zpracoval
& Ve von Neumannové schématu je mozné jesté vyznacit dva dals$i moduly vzniklé
spojenim predchézejicich modul{:



% Procesor: Radi¢ + ALU
& CPU - Central Processor Unit (centralni procesorova jednotka):
o Procesor + Operacni pamét
% Do operacni paméti se pomoci vstupnich zafizeni pfes ALU umisti program, ktery bude
provadét vypocet
& Stejnym zplsobem se do operaéni paméti, umisti data, kterd bude program
zpracovavat.

% Probéhne vlastni vypocet, jehoz jednotlivé kroky provadi ALU. Tato jednotka je v
prab&hu vypoctu spolu s ostatnim moduly Fizena fadi¢em pocitae. Mezivysledky vypoctu
jsou ukladany do operacni paméti.

% Po skonceni vypoctu jsou vysledky poslany pres ALU ba vystupni zarizeni.

% Podle Neumannova schématu pocita¢ pracuje vzdy nad jednim programem. Toto vede
k velmi Spatnému vyuziti strojového casu. Je tedy obvyklé, ze pocita¢ zpracovava
paralerné vice programi zaroveri - tzn . multitasking
« Po¢ita¢ mdzZe disponovat i vice neZ jednim procesorem
& Pocita¢ podle von Neumannova schématu pracoval pouze v tzv. Diskrétnim rezimu
& Existuji vstupni/vystupni zafizeni, kterd umoznuji jak vstup, tak vystup dat (programu)
% Program se do paméti nemusi zavést cely, ale je mozné zavést pouze jeho Cast a
ostatni Casti zavadét az v pripadé potreby
& Pocita¢ obsahuje operacni pamét, ALJ, fadi¢, V/V zafizeni
+ Pfedpis pro feSeni Ulohy je pfeveden do posloupnosti instrukci

) & Udaje a instrukce jdou vyjadreny binarné
% Udaje a instrukce se uchovavaji v paméti na mistech oznacenych adresami
& Ke zméné poradi provadéni instrukci se pouzivaji instrukce podminéného a
nepodminéného skoku
& Program Fizeni zpracovani dat probiha v pocitaci samocinné.



